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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
金属箔を用いたレプリカ法により表面処理を行った樹脂表面を、過マンガン酸塩、有機ア
ルカリ化合物を含む水溶性液体、あるいは有機溶剤で処理することにより、算術平均粗さ
のカットオフ値０．００２ｍｍで測定した値Ｒａ１が、０．０５μｍ以上１μｍ以下であ
り、カットオフ値０．１ｍｍで測定した値Ｒａ２との比Ｒａ１／Ｒａ２が０．４以上１以
下とした、表面形状を少なくとも片面に有するポリイミド樹脂フィルムの表面に、無電解
めっき銅を施す工程を少なくとも含むプリント配線板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、特定の表面形状を有する樹脂フィルム、それを用いてなる積層体及びプリント
配線板、その製造方法に関するものである。更に詳しくは、金属からなる導体層との接着
性や耐熱性が要求されるフレキシブルプリント配線板（ＦＰＣ）やビルドアップ回路基板
等のプリント配線板の製造に好適に用いることができる樹脂フィルム、それを用いてなる
積層体及びプリント配線板、その製造方法関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、電子機器の高機能化、小型化に伴い、それらに用いられる電子部品に対して、小型
化、高速化、軽量化、高密度化、高信頼化等が求められてきている。そのため半導体素子
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パッケージ方法やそれらを実装する配線材料または配線部品も、より高密度、高機能、か
つ、高性能なものが求められるようになってきた。そのため、最近では、配線板が多層化
されるとともに、導体回路形成をする方法として、アディティブ法が採用されてきている
。アディティブ法とは、基板上に無電解めっき等のめっきにより導体回路を形成する方法
であり、高密度パターン形成に好適な方法である。しかしながら、更なる配線板の配線幅
の細線化にともなって、金属からなる導体回路と樹脂組成物からなる基板との接着性が問
題となってきている。
【０００３】
めっきにより形成される金属と樹脂組成物からなる基板との接着性を確実にするために、
樹脂組成物の表面を粗化することで接着性を改善する方法としてめっきを形成する表面を
算術平均粗さＲａが１～１０μｍの範囲で粗化する方法で金属と樹脂界面の接着強度が１
０Ｎ／ｃｍ以上と強固に接着できる無電解めっき用フィルム状接着剤があるが（例えば特
許文献１を参照）、これは回路配線の配線幅／配線間隔（以下、Ｌ／Ｓと称する。）が大
きい場合には問題にはならないが、今後の更なる細線化の要求に対して不十分である。た
とえば、Ｌ／Ｓが３０μｍ／３０μｍ以下と小さい場合、表面粗度が大きいと、高密度の
細線である回路線が基盤表面の凹凸の影響をうけるため、問題となる場合があった。
しかし、一般に、Ｒａを小さくすると接着強度は低下すると考えられているため、優れた
接着性と微細配線を形成できる材料が強く求められている。
【０００４】
【特許文献１】
特開平１１－２６９３３（段落番号００６）
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
本発明が解決しようとする課題は、従来よりも小さな表面粗度を有する樹脂フィルムであ
るにもかかわらず、接着性にも優れ、微細配線が形成することが可能であり、更に耐熱性
に優れるフレキシブルプリント配線板（ＦＰＣ）やビルドアップ回路基板等の回路基板の
製造に好適に用いることできる、樹脂フィルム、積層体及び、それを用いてなるプリント
配線板とその製造方法を提供することである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは、上記問題点を鋭意検討した結果、特定範囲の波長や高さを有する突起を、
高密度に形成させた表面は、表面に形成された大部分の凹凸は、非常に微細であるにも関
わらず、接着性にも優れることを見出した。その結果、特定の表面形状を有する樹脂フィ
ルムは、その表面上に形成された導体金属と優れた接着性を有しており、その結果、微細
配線形成が可能なことを見いだし、本発明を完成するに至った。
【０００７】
すなわち、本発明にかかる樹脂フィルムは、上記の課題を解決するために、以下の記述の
要件を持つ事を特徴としている。
１）金属箔を用いたレプリカ法により表面処理を行った樹脂表面を、過マンガン酸塩、有
機アルカリ化合物を含む水溶性液体、あるいは有機溶剤で処理することにより、算術平均
粗さのカットオフ値０．００２ｍｍで測定した値Ｒａ１が、０．０５μｍ以上１μｍ以下
であり、カットオフ値０．１ｍｍで測定した値Ｒａ２との比Ｒａ１／Ｒａ２が０．４以上
１以下とした、表面形状を少なくとも片面に有するポリイミド樹脂フィルムの表面に、無
電解めっき銅を施す工程を少なくとも含むプリント配線板の製造方法。
【０００８】
本発明により、Ｌ／Ｓの小さい、例えば、Ｌ／Ｓが３０μｍ／３０μｍ以下の微細配線を
形成することが可能で、接着性にも優れ、更に耐熱性に優れるフレキシブルプリント配線
板（ＦＰＣ）やビルドアップ回路基板等の回路基板の製造に好適に用いることできる、樹
脂フィルム、積層体及び、それを用いてなるプリント配線板とその製造方法を提供できる
。
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【発明の実施の形態】
以下、本発明の樹脂フィルムについて具体的に説明する。
【００１０】
本発明の樹脂フィルムに用いられる樹脂としては、特に限定されないが、ポリエチレンテ
レフタラートート、ポリエチレンナフタレート、芳香族ポリアミド（アラミド）、ポリベ
ンゾオキサゾール、ポリイミド等が樹脂を含むことが耐熱性に優れる点で好ましく、電気
的特性や機械的特性などの特性バランスに優れる点で特にポリイミド樹脂を含むことが好
ましく、特に、微細な凹凸を形成させやすい点でガラス転移温度が１５０℃以上３００℃
以下の熱可塑性のポリイミド樹脂を含むことが好ましい。ガラス転移温度が１５０℃未満
であると、本発明の材料で製造されるプリント配線板は、耐熱性が損なわれる傾向にあり
、また、３００℃以上であると、微細な凹凸をつけるために高温を必要とするなど加工性
が損われる傾向にある。
【００１１】
上記の熱可塑性ポリイミド樹脂は、公知の方法で製造することができる。即ち、ポリイミ
ドの前駆体物質であるポリアミド酸を、化学的に或いは熱的にイミド化することで得るこ
とができる。本発明に用いられるポリイミド樹脂の前駆体物質であるポリアミド酸は、通
常、少なくとも一種の酸二無水物と、少なくとも一種のジアミンとを出発物質とし、有機
溶媒中に両者を実質的に等モル量、溶解させた後、温度等の反応条件を制御しながら重合
が完了するまで攪拌することによって製造することができる。
【００１２】
上記の酸二無水物としては、下記一般式（１）
【００１３】
【化１】

（式中Ｖは、－Ｏ－、－ＣＯ―、－Ｏ－Ｔ－Ｏ－、及び－ＣＯＯ－Ｔ－ＯＣＯ－から成る
群より選択される２価の基であり、Ｔは２価の有機基。）で表される酸二無水物を用いる
ことが、好適なガラス転移温度（あるいは軟化点という）を有するポリイミド樹脂が得ら
れやすい点で好ましい。この中でも、特に、低吸水性や入手性に優れる点などから前記一
般式（１）におけるＴが、
【００１４】
【化２】
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で表される基および一般式（２）
【００１５】
【化３】

（式中、Ｚは、－ＣQＨ2Q－、－Ｃ（＝Ｏ）－、－ＳＯ2－、－Ｏ－及び－Ｓ－から成る群
より選択される二価の基であり、Ｑは１以上５以下の整数である。）で表される酸二無水
物の群より選択される少なくとも一種の酸二無水物を用いることが好ましい。
【００１６】
一般式（１）で表される酸二無水物としては、例えば以下のものが例示される。４，４´
―（４，４´―イソプロピリデンジフェノキシ）ビス無水フタル酸、２，２－ビス（４－
ヒドロキシフェニル）プロパンジベンゾエート－３，３´，４，４´－テトラカルボン酸
二無水物、ｐ－フェニレンビス（トリメリット酸モノエステル無水物）、４，４´－ビフ
ェニレンビス（トリメリット酸モノエステル無水物）、１，４－ナフタレンビス（トリメ
リット酸モノエステル無水物）、１，２－エチレンビス（トリメリット酸モノエステル無
水物）、１，３－トリメチレンビス（トリメリット酸モノエステル無水物）、１，４－テ
トラメチレンビス（トリメリット酸モノエステル無水物）、１，５－ペンタメチレンビス
（トリメリット酸モノエステル無水物）、１，６－ヘキサメチレンビス（トリメリット酸
モノエステル無水物）などを挙げることができる。
【００１７】
前記酸二無水物の中でも、４，４´―（４，４´―イソプロピリデンジフェノキシ）ビス
無水フタル酸、２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニル）プロパンジベンゾエート－３，
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３´，４，４´－テトラカルボン酸二無水物を用いると好適なガラス転移温度を有し、ま
た、低吸水性や耐熱分解性等の耐熱性等の特性バランスのとれた熱可塑ポリイミド樹脂が
得られるため、特に好ましい。
一般式（１）以外の酸二無水物としては、以下の酸二無水物が例示できる。ピロメリット
酸、３，３´，４，４´－ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、３，３´，４，４
´－ジフェニルスルホンテトラカルボン酸二無水物、１，４，５，８－ナフタレンテトラ
カルボン酸二無水物、２，３，６，７－ナフタレンテトラカルボン酸二無水物、４、４´
－オキシジフタル酸無水物、３，３´，４，４´－ジメチルジフェニルシランテトラカル
ボン酸二無水物、１，２，３，４－フランテトラカルボン酸二無水物、４，４´－ビス（
３，４－ジカルボキシフェノキシ）ジフェニルプロパン酸二無水物、４，４´－ヘキサフ
ルオロイソプロピリデンジフタル酸無水物、３，３´，４，４´－ビフェニルテトラカル
ボン酸二無水物、２，３，３´，４´－ビフェニルテトラカルボン酸二無水物、ｐ－フェ
ニレンジフタル酸無水物などが挙げられるが、これに限定されない。
【００１８】
これら酸二無水物は、一種のみ用いてもよく、また二種以上を任意の割合で併用してもよ
い。
【００１９】
前記ポリイミド樹脂は、ジアミン成分として下記一般式（３）
【００２０】
【化４】

（式中、Ｙは、－Ｃ（＝Ｏ）－、－ＳＯ2－、－Ｏ－、－Ｓ－、－（ＣＨ2）m－、－ＮＨ
ＣＯ－、－Ｃ（ＣＨ3）2－、－Ｃ（ＣＦ3）2－、－Ｃ（＝Ｏ）Ｏ－、または単結合を示す
。Ｒ2は、水素、ハロゲン基または炭素数１～４のアルキル基、ｍ及びｒは１以上５以下
の整数である。）で表される少なくとも１種類のジアミンを用いて得られるポリイミド樹
脂であることが軟化点（またはガラス転移温度）を制御しやすい、耐熱性に優れる、低吸
水性のポリイミド樹脂が得られやすい点で好ましい。
【００２１】
前述ポリイミド樹脂には、接着性や耐熱性、加工性等の諸特性を改善させるために、耐熱
性や低吸湿性等の諸特性を損なわない範囲でエポキシ樹脂、シアン酸エステル樹脂、ビス
マレイミド樹脂、ビスアリルナジイミド樹脂、フェノール樹脂、アクリル樹脂、メタクリ
ル樹脂、ヒドロシリル硬化樹脂、アリル硬化樹脂、不飽和ポリエステル樹脂等の熱硬化性
樹脂や高分子鎖の側鎖または末端にアリル基、ビニル基、アルコキシシリル基、ヒドロシ
リル基等の反応性基を有する側鎖反応性基型熱硬化性高分子を単独または適宜組み合わせ
て混合することが可能である。
【００２２】
本発明の樹脂フィルムは、算術平均粗さのカットオフ値０．００２ｍｍで測定した値Ｒａ
１が、０．０５μｍ以上１μｍ以下であり、カットオフ値０．１ｍｍで測定した値Ｒａ２
との比Ｒａ１／Ｒａ２が０．４以上１以下である表面形状を少なくとも片面に有する。
【００２３】
本発明の算術平均粗さＲａとは、ＪＩＳ　Ｂ　０６０１（平成６年２月１日改正版）に定
義されている。特に本発明の算術平均粗さＲａの数値は、光干渉式の表面構造解析装置で
表面を観察により求められた数値を示す。本発明のカットオフ値とは、上記ＪＩＳ　Ｂ　
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０６０１に記載されているが、断面曲線（実測データ）から粗さ曲線を得る際に設定する
波長を示す。即ち、カットオフ値が０．００２ｍｍで測定した値Ｒａとは、実測データか
ら０．００２ｍｍよりも長い波長を有する凹凸を除去した粗さ曲線から算出された算術平
均粗さである。従って、０．００２ｍｍよりも短い波長を有する凹凸が存在しない場合は
、カットオフ値が０．００２ｍｍで測定した値Ｒａは、０μｍとなる。
【００２４】
樹脂の表面に凹凸を形成する方法として、サンドブラスト加工、研磨加工等を樹脂の一部
を物理的に削り取る方法が好ましく使用できる。樹脂が熱可塑性を有する場合は、エンボ
ス加工も好ましく用いることができる。エンボス加工は樹脂のガラス転移温度（または軟
化点）以上の温度で、表面に凹凸を形成した金属材料に樹脂を接触させることにより、樹
脂表面に凹凸を形成することが可能となる。この際、加熱、加圧を伴なうことが好ましく
、適切な凹凸が形成できる条件で加工することが好ましい。また、金属箔の粗化面を樹脂
フィルムに接触させた後、樹脂の軟化点以上の温度でプレス法などで金属を加熱圧着し、
後で金属箔を化学的あるいは引き剥がす等の物理的で除去する、レプリカ法と呼ばれる方
法も好ましく用いることができる。
【００２５】
その他の方法として、樹脂フィルムを製造する場合に樹脂に微小な粒子を混合してフィル
ム化する方法などが挙げられる。
【００２６】
何れの方法であっても、サンドブラスト加工、研磨加工も適切な凹凸が形成できる条件で
加工することが好ましい。
【００２７】
また、本発明の表面処理として、樹脂の表層を一部除去する樹脂の表面処理も好ましく適
用できる。この表面処理方法は樹脂の表面の適度な厚みを溶解させることを目的としてお
り、それにより金属との接着性を高めることが可能である。このことは、理由は定かでな
いが、この表面処理により、樹脂表面に凹凸が形成されるか、および／または、樹脂の表
層を溶解により除去することにより化学構造の変化が生じ、無電解めっきとの接着性に良
い影響を与えると推察している。ここで「一部除去する」とは樹脂の表層全体が均一に除
去される状態、または表層が不均一に、即ち島状に除去されるまたは島状に表層が残る状
態を表わす。
【００２８】
具体的に樹脂の表層を一部除去する表面処理としては、コロナ放電、大気圧プラズマ、真
空プラズマ、電子線、レーザー、ＲＩＥ等の気相で処理する方法、また樹脂を溶解する液
体により処理する液相処理が挙げられる。これらの処理には、樹脂表面に微小な凹凸面を
形成し強固に無電解めっき皮膜を接着する効果があるとともに、樹脂表面を化学的に活性
化させる効果があると考えている。これらの処理のうち、コロナ放電、大気圧プラズマ、
真空プラズマ、電子線の気相で処理する方法、および液相処理する方法が工業的に簡便で
あり好ましく実施される。また、液相処理は樹脂を溶解させ、本発明の目的を達成するも
のであれば特に限定されない。具体的には広く工業的に、特にプリント配線板製造におけ
るデスミア工程や樹脂のエッチングに使用されている過マンガン酸塩、有機アルカリ化合
物を含む水溶性液体、あるいは有機溶剤等が好ましく使用される。特に樹脂がポリイミド
樹脂の場合、溶解する有機溶剤としてはアミド系溶媒すなわちＮ，Ｎ－ジメチルフォルム
アミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド、Ｎ－メチル－２－ピロリドンなどであり、Ｎ，
Ｎ－ジメチルフォルムアミドが特に好ましく用いられる。
【００２９】
以上、樹脂の表面処理方法について、「樹脂の表面に凹凸を形成する表面処理」、「樹脂
の表層を一部除去する表面処理」に分けて、その具体的方法とともに説明したが、これら
を組み合わせることも効果があることも見出した。具体的には「樹脂の表面に凹凸を形成
する表面処理」と「樹脂の表層を一部除去する表面処理」を併用することであり、種々組
み合わせに効果がある。この中で「樹脂の表面に凹凸を形成する表面処理」と樹脂を溶解



(7) JP 4274824 B2 2009.6.10

10

20

30

40

50

させる液相処理を併用することに特に効果があり、その中でも金属箔を用いた表面処理を
行った樹脂表面を過マンガン酸塩または有機アルカリ化合物、有機溶剤で処理することは
特に効果的である。
【００３０】
いずれの方法であっても、算術平均粗さのカットオフ値０．００２ｍｍで測定した値Ｒａ
１が、０．０５μｍ以上１μｍ以下であり、カットオフ値０．１ｍｍで測定した値Ｒａ２
との比Ｒａ１／Ｒａ２が０．４以上１以下に制御して行うことが肝要であり、好ましくは
、Ｒａ１が０．１以上０．８μｍ以下であり、Ｒａ１／Ｒａ２が０．５以上１以下であり
、特に、Ｒａ１が０．２以上０．６μｍ以下であり、Ｒａ１／Ｒａ２が０．６以上１以下
が好ましい。ここで、Ｒａ２は、１００μｍよりも大きい凹凸を除去した数値であるが、
１００μｍ以上の波長を有する凹凸は、表面形状観察時のサンプルのセッティング時に発
生するのフィルムのしわや、カールが大きな割合を占めると考えられ、フィルム本来の凹
凸でない凹凸を除去するために好適であると考えて設定した数値である。一方、Ｒａ１は
、２μｍ超える凹凸を除去した数値であるが、本発明者らは、これらが多くなると、例え
ば、Ｌ／Ｓが３０μｍ／３０μｍ以下、好ましくは１０μｍ／１０ｍμｍといった微細配
線を形成する場合、配線形成性が低下する傾向があることを見出した。さらに、２μｍ以
下の凹凸は、ある程度の高さがないと、すなわち、算術平均粗さ数値が０．０５μｍ以上
１μｍ以下でないと接着性が低下する傾向があることも見出した。
【００３１】
すなわち、　Ｒａ１／Ｒａ２の比が０．４未満であると、２μｍを超え、１００μｍ以下
の波長を有する凹凸が多いため、微細な回路を形成することが困難となる。またＲａ１／
Ｒａ２が１を超えることはないが、１に近いほど２μｍ以下の波長を有する微細な凹凸を
多く有する表面であるため、微細配線を形成すできる表面として好ましい。また、Ｒａ１
が０．０５μｍ未満であると形成された凹凸の高さが不十分であり接着性に劣ることにな
り、１μｍを超えると逆に凹凸の高さが大きくなりすぎて微細な回路を形成することが困
難となる。
【００３２】
表面形状を上記の範囲とするためには、用いられる樹脂フィルムに適した加工条件で表面
形状を形成することが重要となる。
【００３３】
例えば、薬液により樹脂表面の一部を溶解する場合には、用いられる樹脂フィルムに合わ
せて、薬液の種類、濃度、及び、複数の薬液の組み合わせ等の加工用の材料や、薬液によ
る処理温度、処理時間等の加工条件をそれぞれ選択することが必要であるが、特に樹脂フ
ィルムの特性に合わせて、加工に用いる材料と条件の組み合わせることが重要である。
【００３４】
また樹脂フィルムが熱可塑性を有している場合は、エンボス加工やレプリカ法により微細
な凹凸を形成することが好適である。レプリカ法であれば、使用する金属の種類や（表面
粗度、表面形状等の加工用の材料や、プレス時の温度、圧力、時間等の加工条件をそれぞ
れ選択することが必要であるが、特に、熱可塑性の樹脂フィルムの特性に合わせて、加工
に用いる材料と条件の組み合わせることが重要である。また、熱可塑性樹脂を用いてエン
ボス加工や、レプリカ法で微細な凹凸表面を形成する場合は、金属ロールや金属箔と、好
適な凹凸を有する金属ロールや銅箔を使用することは当然であるが、好適な表面形状を形
成するためには、熱可塑性樹脂材料に金属ロールや金属箔をプレス時の温度や圧力が特に
重要である。
【００３５】
具体的には、プレス温度は、熱可塑性樹脂のガラス転移温度の－１００℃～＋１８０℃、
好ましくは－５０℃～１５０℃の範囲。圧力は線圧が１０ｋｇｆ／ｃｍ～２００kｇｆ／
ｃｍ、好ましくは２０ｋｇｆ／ｃｍ～１５０ｋｇｆ／ｃｍ、ライン速度は、０．５ｍ／分
～５ｍ／分、好ましくは１ｍ／分～３ｍ／分、の範囲で行うことがこのましいが、熱可塑
性樹脂材料の特性（加熱による樹脂の流動性や、ガラス転移温度、加熱時の弾性率）に合
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わせて好適な条件を設定することが重要である。
【００３６】
本発明の樹脂フィルムは、特定の表面を有する樹脂フィルムの機械的特性や耐熱性、加工
性などの諸特性を補うなどの目的で多層樹脂フィルムとすることも可能である。多層樹脂
フィルムとする場合、絶縁特性、熱的特性、機械的特性などの諸特性の特性バランスに優
れる点で全層にポリイミド樹脂を含むことが好ましい。
【００３７】
接着層の積層性を付与するために、本発明の表面形状を有する面と反対側の面に、本発明
の表面を有する樹脂よりも低い軟化点あるいは融点を有する樹脂層を有することも可能で
ある。
【００３８】
本発明の樹脂フィルムの特定の表面形状を有する表面に、導体層となる金属層を形成方法
としては、特に限定されないが、無電解めっき法、電気めっき法等の湿式めっき方法やス
パッター法や蒸着法等の乾式めっき方法などが挙げられ、コスト的に優れる湿式めっき法
が特に好ましい。あるいは、接着剤を介して金属箔を張り合わせても良い。
【００３９】
本発明の樹脂フィルムの特定の表面形状を有する表面に、電子回路を形成する方法として
は、表面全体に金属層を形成し、金属層の一部分をエッチングにより除去して回路を形成
する方法や、表面にめっきレジスト層を形成し露光現像したのちに、露出した本発明の表
面上にめっきにより金属層を積層して、回路を形成を行う方法などが挙げられる。
【００４０】
本発明の樹脂フィルムを使用して多層回路基板を製造することも可能である。多層回路基
板の製造方法では、本発明の特定の表面形状を有する面と反対側の面に、該表面を有する
樹脂よりも低い軟化点あるいは融点を有する樹脂層を有することを樹脂フィルムを用いる
ことができる。すなわち、予め回路が形成された基板に本発明の表面に特定形状を有する
樹脂よりも低い軟化点あるいは融点を有する樹脂層を接触させて、プレスあるいはラミネ
ートにより加熱および加圧して圧着した後に、特定の形状を有する表面に回路を形成する
ことにより製造することができる。
【００４１】
次に、本発明の樹脂フィルム、積層体を用いたプリント配線板の製造法の具体例について
説明する。プリント配線板の製造方法では、本発明の樹脂フィルムの特定の表面形状を有
した表面に無電解めっき銅を施す。無電解めっきは、パラジュウム触媒を用いる化学めっ
きあるいはパラジウム、カーボン等を用いるダイレクトプレーティングを用いることがで
きる。さらに無電解めっき銅上にレジスト膜を形成し、露光、エッチングにより回路の形
成を予定する部分のレジスト被膜を取り除く。次に無電解めっき膜が露出する部分を給電
電極として使用して電解銅によるパターンめっき法により回路を形成する。ついでレジス
ト部分を取り除き不要部分の無電解めっき層をエッチングにより取り除いて回路を形成す
る。この方法はセミアディティブ法と呼ばれる方法である。
【００４２】
前記方法の以外の方法として、以下のプリント配線板の製造方法も例示できる。まず上記
と同様に、本発明の樹脂フィルムの特定の表面形状を有した表面に無電解めっき銅層を形
成する。次に電解めっき銅を施し、電解銅めっき層表面にレジスト膜を形成し、露光工程
、現像により回路の形成しない部分のレジスト膜を除去し、次にエッチングにより不要な
金属層を取り除き回路を形成する。この方法は、サブストラクティブ法と呼ばれる方法で
ある。
【００４３】
上記方法において金属層の形成方法として、無電解めっきに代えてスパッター法を用いる
ことも可能である。また、多層のプリント配線板を製造する場合は、表面に回路が形成さ
れたポリイミドフィルム等の樹脂フィルムを基材とするフレキシブルプリント配線板、あ
るいはガラスエポキシ基ビスマレイミドートリアジン基板等のリジット基板等の基板上に
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、熱可塑性あるいは熱硬化性の接着剤を介し、本発明の樹脂フィルムを、特定の表面形状
を有する表面が外層になるように積層した後に前記のプリント配線板の製造方法と同様の
方法で、本発明の樹脂フィルム上に回路を形成することも可能である。
【００４４】
前記の多層プリント配線板の製造方法において、本発明の樹脂フィルムを積層した後に、
本発明の樹脂フィルム層を貫通して下層の配線板回路にいたるビアホールを形成すること
も可能である。ビアホールの形成は炭酸ガスレーザーやＵＶ－ＹＡＧレーザー、パンチン
グ、ドリリング等を用いた穴開け法によって行う。小さなビアホールを形成する場合レー
ザーを用いた穴開け法が好ましく使用される。ビアホールを形成後、ビアホール内部およ
び周辺に出来た樹脂の熱による炭化物を主成分とするスミヤを除去するデスミア工程を実
施する。このデスミア工程は公知の方法を利用でき過マンガン酸塩を用いるウェットプロ
セスやプラズマ等のドライデスミアを用いることも可能である。本発明の各種積層体はプ
リント配線板製造において広く用いられている過マンガン酸塩系デスミアプロセスに対す
る耐久性を有しており好ましく使用できる。次に、前記のプリント配線板の製造方法と同
様の方法で樹脂層表面およびビアホール内部に無電解めっき銅を施した後に回路を形成す
る事が可能である。上記のビアホールの他に、下層の配線板回路も含めた積層体全体を貫
通する、スルーホールと呼ばれる貫通穴を形成してもよい。
【００４５】
本発明にかかる樹脂フィルムでは、その表面に微細な凹凸を有しているため、例えばＬ／
Ｓが１０μｍ／１０μｍ程度の微細回路を形成することも可能であり、また表面の凹凸が
小さいにもかかわらず、その表面上に形成された導体層との接着性に優れている。それゆ
え、上記従来のフィルム状接着剤で生じる問題点を十分に解消することが可能になり、そ
の結果、フレキシブル配線板（ＦＰＣ）やビルドアップ多層回路基板などの回路基板の製
造に好適に用いることができる。なお、本発明にかかる樹脂フィルムには、その特性を低
下させない限り、前述した以外の成分が含まれていてもよいことは言うまでもない。同様
に、本発明にかかる樹脂フィルムにおいては、前述した以外の工程が含まれていても良い
ことも言うまでもない。
【００４６】
【実施例】
以下に実施例を挙げて、本発明の効果を具体的に説明するが、本発明は以下の実施例に限
定されるものではなく、当業者は本発明の範囲を逸脱することなく、種々の変更、修正、
及び改変を行い得る。なお、実施例中の種々の積層体の作製、接着層の合成・作製、積層
、無電解めっき、各種測定・評価は以下の方法で行った。
【００４７】
［非熱可塑性ポリイミドフィルムの作製法］
３，３’，４，４’－ビフェニルテトラカルボン酸二無水物／ｐ－フェニレンビス（トリ
メリット酸モノエステル酸無水物）／ｐ－フェニレンジアミン／４，４’－ジアミノジフ
ェニルエーテルをモル比で４／５／７／２の割合で合成したポリアミド酸の１７ｗｔ％の
ＤＭＦ（Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド）溶液９０ｇに無水酢酸１７ｇとイソキノリン２
ｇからなる転化剤を混合、攪拌し、遠心分離による脱泡の後、アルミ箔上に厚さ７００μ
mで流延塗布した。攪拌から脱泡までは０℃に冷却しながら行った。このアルミ箔とポリ
アミド酸溶液の積層体を１１０℃４分間加熱し、自己支持性を有するゲルフィルムを得た
。このゲルフィルムの残揮発分含量は３０ｗｔ％であり、イミド化率は９０％であった。
このゲルフィルムをアルミ箔から剥がし、フレームに固定した。このゲルフィルムを３０
０℃、４００℃、５００℃で各１分間加熱して厚さ２５μｍのポリイミドフィルムを製造
した。
【００４８】
［熱可塑性ポリイミド前駆体の作製法］
１，３－ビス（３－アミノフェノキシ）ベンゼンと３，３’－ジヒドロキシベンジジンを
モル比４：１でＤＭＦに溶解し、撹拌しながら４，４’－（４，４’－イソプロピリデン
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ジフェノキシ）ビス（無水フタル酸）を酸二無水物とジアミンが等モルになるように添加
、約１時間撹拌し、固形分濃度２０ｗｔ％ポリアミド酸のＤＭＦ溶液を得た。
【００４９】
［積層体の作製］
上記製造法で作製した非熱可塑性ポリイミドフィルムをコアフィルムとして用い、その片
面に上記製造法で作製した熱可塑性ポリイミドの前駆体であるポリアミド酸のＤＭＦ溶液
をグラビヤコーターを用いて塗布した。
【００５０】
塗布後、加熱処理により溶媒乾燥、あるいはポリアミド酸のイミド化を行い、最終加熱温
度３９０℃で非熱可塑性ポリイミド層と熱可塑性ポリイミド層からなる積層ポリイミドフ
ィルムを作製した。尚、熱可塑性ポリイミド層の厚みは、乾燥イミド化後に４μｍとなる
ように塗布量を調整した。この熱可塑性ポリイミド樹脂の単体のシートについて測定した
ガラス転移温度は、１８０℃であった。
【００５１】
［無電解めっき方法］
下表に示すアトテック社製無電解めっきプロセスを用いて行った。
＜無電解めっき条件＞
【００５２】
【表１】

［電解銅めっき方法］
電解銅めっきは１０％硫酸中で３０秒間予備洗浄し、次に室温中で４０分間めっきを行な
った。電流密度は２Ａ／ｄｍ2である。電解銅膜の厚さは１０μｍとした。
【００５３】
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［レジスト層の形成方法］
液状感光性めっきレジスト（日本合成ゴム（株）社製、ＴＨＢ３２０Ｐ）をコーティング
し、次いで高圧水銀灯を用いてマスク露光を行い、所望のＬ／Ｓを有するレジストパター
ンを形成した。
【００５４】
［表面形状の測定］
光波干渉式表面粗さ計ＺＹＧＯ社製ＮｅｗＶｉｅｗ５０３０システムを用いて下記の条件
で樹脂表面の算術平均粗さを測定した。
【００５５】
（測定条件）
対物レンズ：５０倍ミラウ　　　イメージズーム：２
ＦＤＡ　Ｒｅｓ：Ｎｏｒｍａｌ
解析条件：
Ｒｅｍｏｖｅ：Ｃｙｌｉｎｄｅｒ
Ｆｉｌｔｅｒ：Ｈｉｇｈ　Ｐａｓｓ
Ｆｉｌｔｅｒ　Ｌｏｗ　Ｗａｖｅｎ：０．００２ｍｍ、及び０．１ｍｍ
［微細配線間の金属エッチング残渣の確認］
ＳＥＭＥＤＸ　Ｔｙｐｅ－Ｎ（日立製作所製）を使用して、配線間を観察し、金属元素の
ピークの有無を確認した。
【００５６】
［接着強度の測定］
ＩＰＣ―ＴＭ－６５０－ｍｅｔｈｏｄ．２．４．９に従い、パターン幅３ｍｍ、剥離角度
９０度、剥離速度５０ｍｍ／ｍｉｎで測定した。
【００５７】
(実施例１)
銅箔　ＢＨＹ－２２Ｂ－Ｔ（１８μｍ、ジャパンエナジー社製）の粗化面（Ｒａ２＝０．
２８μｍ）を上記製造方法で作製した積層体の熱可塑性ポリイミド層に重ね合わせ、温度
３１０℃、線圧２０ｋｇｆ／ｃｍ、線速１．５ｍ／ｍｉｎの条件で熱ロールラミネートし
た。ラミネートした銅箔を塩酸／塩化第二鉄系エッチャントで完全に除去し、銅箔により
粗化された樹脂表面を得た。次に、粗化された樹脂表面を過マンガン酸塩を用いた表面処
理剤（デスミア液という。）で下表に示した条件で処理し、表面が粗化された熱可塑性ポ
リイミド樹脂層を有する本発明の積層体を得た。
＜デスミアによる処理条件＞
アトテック株式会社製過マンガン酸デスミアシステムによる。詳細条件は下表に示す。
【００５８】
【表２】
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得られた表面形状を観察しその結果を表３に示した。
続いて、粗化された表面に無電解銅めっきおよび電解銅めっきを行い厚さ１８μｍの銅層
を形成し、その常温での接着強度を測定した。その結果を表３にしめした。
更に形成した銅めっき層上にレジストパターンを形成し、露出しためっき銅を塩酸／塩化
第二鉄系エッチャントで除去することによりＬ／Ｓ＝１０μｍ／１０μｍの配線を形成し
た。形成した配線を光学顕微鏡で観察し回路形成を確認し、配線間の銅のエッチング残り
の有無についても確認した。その結果を表３に示した。
【００６１】
（実施例２）
銅箔をＴＱ－ＶＬＰ（９μｍ、三井金属社製）の粗化面（Ｒａ２＝０．２８μｍ）を使用
した以外は、実施例１と同様の方法で、表面の処理、表面の解析、めっき銅層の形成、微
細配線の形成を行い、回路形成性、接着性および金属のエッチング残りについて評価した
。
【００６４】
（比較例１）
銅箔をＦ０－ＷＳ（９μｍ、古河電工社製）の粗化面（Ｒａ２＝０．２３μｍ）を使用し
た以外は、実施例１と同様の方法で、表面の処理、表面の解析、めっき銅層の形成、微細
配線の形成を行い、回路形成性、接着性および金属のエッチング残りについて評価した。
尚、使用した銅箔は、実施例１で使用した銅箔ＢＨＹ２２ＢＴと比較して、Ｒａ２はほぼ
同じであったが、顕微鏡による目視では、波長の長い凹凸が多く存在していた。
【００６５】
（比較例２）
上記製造方法で作製した積層体の熱可塑性ポリイミド層の表面を、デスミア液で処理し、
表面が粗化された熱可塑性ポリイミド樹脂層を有する積層体を得た。尚、デスミア液の処
理条件は、各工程における処理時間を５分とした以外は実施例１と同様な方法で行った。
続いて、実施例１と同様の方法で、表面の解析、めっき銅層の形成、微細配線の形成を行
い、回路形成性、接着性および金属のエッチング残りについて評価した。
【００６６】
（比較例３）
エポキシ系樹脂材料　ＡＢＦ－ＳＨ－９Ｋ（４５μｍ、味の素ファインテクノ社製）を１
５０℃で３０分加熱した後に、樹脂表面をデスミア液で処理し、更に１７０℃３０分で樹
脂を硬化させ、表面が粗化された樹脂を得た。尚、デスミア液の処理条件は、各工程にお
ける処理時間を１０分とした以外は実施例１と同様な方法で行った。続いて、実施例１と
同様の方法で、表面の解析、めっき銅層の形成、微細配線の形成を行い、回路形成性、接
着性および金属のエッチング残りについて評価した。
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【００６７】
【表３】

【００６８】
【発明の効果】
少なくとも片面の算術平均粗さのカットオフ値０．００２ｍｍで測定した値Ｒａ１が、０
．０５μｍ以上１μｍ以下であり、カットオフ値０．１ｍｍで測定した値Ｒａ２との比Ｒ
ａ１／Ｒａ２が０．４以上１以下である表面形状を有する樹脂フィルムは、その表面上に
形成された導体金属と優れた接着性を有しており、しかもＬ／Ｓ＝１０μｍ／１０μｍ程
度の微細配線形成が可能であることから、本発明の樹脂フィルムで、接着性に優れ、更に
耐熱性に優れるフレキシブルプリント配線板（ＦＰＣ）やビルドアップ回路基板等の回路
基板の製造することができる。
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